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ternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardizationc|
tional electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC(is "to|
htional co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic
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ation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National"Committee
subject dealt with may participate in this preparatory work. Internatiopal,)governmental
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tted IEC National Committees.
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er to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Py
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This second edition cancels and replaces the first edition published in 2005. This edition
constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition:

a) revision of Table 5;

b) revision of normative references.
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The text of this standard is based on the following documents:

CDV Report on voting
51/1273/CDV 51/1301/RVC

Full information on the voting for the approval of this International Standard can be found in
the report on voting indicated in the above table.

This document has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 62025 series, published under the general title High frequency

inductiv
on the |

The con
stability
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e reco

e with

e replaced by a revised edition, or

e ame

e components — Non-electrical characteristics and measuring methods, can-b
EC website.

mittee has decided that the contents of this document will remain unchanged

date indicated on the IEC website under "http://webstore.iec.ch” jnvthe data reg
ific document. At this date, the document will be
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e found
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HIGH FREQUENCY INDUCTIVE COMPONENTS -
NON-ELECTRICAL CHARACTERISTICS AND MEASURING METHODS -

Part 2: Test methods for non-electrical characteristics

1 Scope

This part of IEC 62025 specifies a test method for the non-electrical characteristics of the
surface(*mounted device (SMD) inductors to be used for electronic and telecommunication

equipment. The object of this part of this document is to define methods forhmegasuring
mechanjcal performance only. As the reliability performances and specifications relative to
non-ele¢trical performances are defined in IEC 62211, detailed measuring.”methjods for
mechanjcal performance of reliability testing are defined in this document.

2 Norfmative references

The following documents are referred to in the text in such a*way that some or all|of their
content|constitutes requirements of this document. For dated references, only the| edition
cited applies. For undated references, the latest edition of‘the referenced document (ipcluding
any ame¢ndments) applies.

IEC 60068-1, Environmental testing — Part 1: General and guidance
IEC 60068-2-6:2007, Environmental testing —Part 2: Tests — Test Fc: Vibration (sinus¢idal)

IEC 60068-2-20, Environmental testing~— Part 2-20: Tests — Test T: Test metHods for
solderability and resistance to soldering’ heat of devices with leads

IEC 60068-2-21:2006, Environmental testing — Part 2-21: Tests — Test U: Robustness of
terminations and integral mounting devices

IEC 60068-2-27, Envirenmental testing — Part 2-27: Tests — Test Ea and guidance: Shpck

IEC 60068-2-45:1980, Basic environmental testing procedures — Part 2-45: Tests — [fest XA
and guidlance: Ilmmersion in cleaning solvents
IEC 60068-2-45:1980/AMD1:1993

IEC 6008 8:2015 ental te 3 58; Tests ost Td: Tes ethods for
solderability, resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of surface
mounting devices (SMD)

IEC 60068-2-58:2015/AMD1:2017

IEC 60068-2-69, Environmental testing — Part 2-69: Tests — Test Te/Tc: Solderability testing
of electronic components and printed boards by the wetting balance (force measurement)
method

IEC 60068-2-77, Environmental testing — Part 2-77: Tests — Test 77: Body strength and
impact shock

IEC 61188-5-2, Printed boards and printed board assemblies — Design and use — Part 5-2:
Attachment (land/joint) considerations — Discrete components
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IEC 61190-1-2:2014, Attachment materials for electronic assembly — Part 1-2: Requirements
for soldering pastes for high-quality interconnections in electronics assembly

IEC 61190-1-3, Attachment materials for electronic assembly — Part 1-3: Requirements for
electronic grade solder alloys and fluxed and non-fluxed solid solder for electronic soldering
applications

IEC 62211:2017, Inductive components — Reliability management

3 Terms and definitions

No termls and definitions are listed in this document.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at|the fpllowing
addressfes:

e |EC [Electropedia: available at http://www.electropedia.org/
e |SO|Online browsing platform: available at http://www.iso.org/obp

4 Test conditions

4.1 Standard atmospheric conditions for test

Unless ptherwise specified in the detail specification, the tests and measurements ghall be
carried put under the standard atmospheric conditions for test as given in the requirements for
standard reference atmosphere of IEC 60068-1:

— temperature: 15 °C to 35 °C;
— relafive humidity: 25 % to 75 %;
— air pfressure: 86 kPa to 106 kPa.

In the g¢vent of dispute or wheré required, the measurements shall be repeated using the
referee |temperatures (as given”in 4.2) and such other conditions as are specified in this
documeht.

In additjon, when it is.difficult to make measurements in standard atmospheric conditions,
unless @ doubt arises*‘about the validity of the result, the tests and measurements [may be
performgd in nopnsstandard atmospheric conditions.

4.2 Referee conditions

For referee purposes;one of-the—standard atllluophclib conditions—forrefereeteststaken from
the requirements for standard atmospheres for referee measurements and tests of
IEC 60068-1, shall be selected and shall be as follows:

— temperature: 20°C + 2 °C;
— relative humidity: 60 % to 70 %;
— air pressure: 86 kPa to 106 kPa.

5 Mechanical characteristics test

5.1 Body strength test
511 Body strength test procedures

The body strength test procedure, as specified in IEC 60068-2-77, shall be as follows:
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a) Preconditioning

If required, preconditioning shall be performed on the specimens in accordance with the
detail specification.

b) Initial measurement

The appearance of the specimen shall be checked with a magnification of at least 10x
under adequate light.

If specified in the detail specification, the electrical performances shall be measured.
c) Layout

Unless otherwise specified in the detail specification, the specimen shall be placed on
the supporting base, as shown in Figure 1, so that both ends of the specimen are
symmetrically positioned on the supporting base. The test table shall be placed on|a plane,
robust platform so that the test result is not affected when a force is applied.

Dimepsions en millimétres

Pressurizing jig
(see Figure 2)

Force
~_ RO,5
Specimen

/ RO‘2
RO,1

A

/ ] Magnification of part A
05L
[ 14
L
Supporting [ >
base steel

IEC

NOTE Tpe angle of the taper in part A-shall be between 70° and 90°.
Figure 1 — Method for pressurizing the body

d) Applied force

The [force shall’be applied to the centre of the specimen by the pressurizing jig ag shown
in Higure 2, Jfor a duration of (10 +1)s. Unless otherwise specified in the¢ detail
spegification, the force shall be selected from either (one of) 10 N, 20N gr 30 N.
If specified in the detail specification, the electrical performances shall be mpasured
during\the application of the force.
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Dimensions in millimetres

IEC

NOTE 1 |Dimension W of the pressurizing jig is wider than the width of the specimen.
NOTE 2 |Hardness: HV 500 and more.

When the|length of the specimen is 2 mm or less, the radius of the pressurizingid should be 0,2 mm.
Figure 2 — Pressurizing jig

e) Recopvery

If required, recovery conditioning shall be performed for the specimens in accordance with
the getail specification.

f) Final measurement

After the test, the appearance of the specimen shall be checked with a magnification of at
least 10x under adequate light. Thereishall be no signs of damage such as cracks jor flaws.
If specified in the detail specification, the electrical performances shall be measured.

5.1.2 Information to be given.in the detail specification
The follpwing information shall.be given in the detail specification:

a) predonditioning (if required) — see 5.1.1.a);
b) initigl measurement-items, final measurement items (if required) — see 5.1.1.b) and|f);
c) meapurementduring applied force (if required) — see 5.1.1.d);
d) recopery (if+required) — see 5.1.1.e).

5.2 Robustness of terminations (electrodes)

5.2.1 Resistance to bending of printed-circuit board
5.2.1.1 General

The test for the resistance of terminations and electrodes mounted on a printed-circuit board
shall be as follows.

5.21.2 Specification of soldering lands

The soldering lands of multi-layer chip inductors shall be designed according to Table 1, as
specified in IEC 61188-5-2. With regard to inductors, except for those specified in
IEC 61188-5-2, the size of the solder lands shall be specified in the detail specification.
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Table 1 — Size of soldering lands according to the code
of multi-layer chip inductors

Dimensions in millimetres

Size code a b c
1005 0,65 0,55 0,50
1608 0,95 0,85 0,50
2012 1,45 1,10 0,50
3216 1,80 1,30 1,20
3225 2,70 1,05 1,80
4532 3,40 1,10 3,00
5650 5,30 1,30 3,70
NOTE Tolerance: 0,05 mm; see Figure 3.

5.21.3 Specification of printed-circuit board

The pripted-circuit board shall be made of epoxide woven glass (FR4) as spegified in
IEC 60068-2-21, and, unless specified in the detail specification, the printed-circult board
shall be[as shown in Figure 3. The dimension of ¥ shall be,specified in the detail spegification.

Dimensions in npillimetres

=

o
-
I

2

w

Z
|

]
—

—
A

]

g
/]
]
/]

= N Whsh O ON 0 ©

Magnification of part A

130 \
: IEC

Key
P27 77#d solderable areas

_ non-solderable areas (covered with non-solderable lacquer)

Materials of substrate: epoxide woven glass (FR4)
Thickness: 1,6 mm £ 0,2 mm (for size code from 1608)
Thickness: 0,8 mm £ 0,1 mm (for size code up to 1005)
Conductors: copper
Thickness: 0,035 mm = 0,010 mm
When the board is designed to mount more than two specimens, allow sufficient space between specimens so as

not to influence the test result. Dimensions not given shall be chosen according to the design and size of the
specimen to be tested.

Figure 3 — Example of printed-circuit board
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Mounting of specimen

The specimen shall be mounted on the printed-circuit board in accordance with Annex A and

other sp

ecifications as mentioned below.

a) The solder paste shall be placed on the soldering lands. The applied solder paste shall
cover the soldering lands completely. The thickness of the solder paste according to the
size code of inductors is recommended in Table 2. The appropriate height of the filet
should be the smaller value of either 50 % of the thickness of the specimen or 0,5 mm.

Table 2 — Thickness of solder paste by the size code of inductors

b) The
sped
verti

c) The
whe
occy

d) If sp
to A

5.2.1.5

Precond
conditio

5.2.1.6

Qive rade Thickness of solder paste
om

Up to 1608 100 to 150

From 2012 150 to 200

specimen shall then be placed on the printed-circuit board. The “{ermination

cal directions.

r.

nnex A.

Preconditioning

hing is necessary.

Initial measurement

Prior to

adequa
exclude
specifie

5.2.1.7

The ber
in Figur

e light. If an abnermal or rejectable appearance is found, the specimen
H in the detail spécification.

Bending tool

ding tool shall be a support jig as shown in Figure 4 and a pressurizing jig a
e’ 5, The radius of the pressurizing jig should be 5 mm. If specified in th

5 of the

imen shall be placed on the soldering lands symmetrically~in both horizoptal and

printed-circuit board with the specimen shall be reflow'soldered. Care shall e taken
n mounting the inductor on the printed-circuit board-so that warp or twist does not

ecified in the detail specification, the printed-cifcuit board shall be cleaned ag¢cording

itioning shall be carried out as specified in the detail specification when pre-

conducting the mechanical test, the appearance of the specimen and the goldered
parts s:rall be checked by usihg a magnifier with a magnification of at least 10

k under
shall be

H from the evaluation on this test. The electrical performances shall be measured if

5 shown
e detail

specificatiomtheradivsof thepressurizingjigmay be-3H4mmor 236 mm————

5.2.1.8

Layout

The printed-circuit board with the soldered specimen is placed on the support jig as shown in
Figure 4.
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Dimensions in millimetres

Specimen Printed-circuit board
Specimen Printed-circuit board
! ! ! I 5 I
[ | | | ]

| \"'0—' [
| | I

| Support jig - " - )

4542 | 4512 R2,5 W+ 10 and more Su;;)e;:;otr_)tpg

| | | IEC =

(a) Front (b) Side

Figure 4 — Layout
5.2.1.9 Test

The printed-circuit board shall be bent by using the pressurizing jig as"shown in Figune 5 at a
rate of (|11 £ 0,5) mm/s and to the bending depth of 1 mm, 2 mm, 3 mm_or 4 mm (see Figure 6).
The bending depth shall be specified in the detail specification, After reaching the specified

bending
Unless

depth, it shall be maintained for (20 £ 1) s. Then the behding force shall be
specified in the detail specification, the number of bends shall be one.

W + 10 and\more

relaxed.

Dimensions in nmillimetres

Key

R radius

Figure 5 — Pressurizing jig

Pressurizing

Press ||;'z'ng "c

Printed-circuit board

IEC

Thickness of board

IEC

NOTE The relative position between the centre of the specimen on the soldering land of the printed-circuit board
and the contact-line of the pressurizing jig on the printed-circuit board does not exceed 0,5 mm.

Figure 6 — Pressurizing
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5.2.1.10 Measurement during pressurizing

If specified in the detail specification, the measurement shall be carried out during
pressurizing in accordance with the provisions of the detail specification.

5.2.1.11 Recovery

If specified in the detail specification, the recovery shall be carried out in accordance with the
provisions of the detail specification.

5.2.1.12 Final measurement

The appearanree—o Ae peeimen—and—the—seoldered—pa A8 2 Rreelked—by—using a
magnifigr with a magnification of at least 10x under adequate light. In this case, abhoinmalities
such as|peel and crack found at the solder joint shall not be treated as defects of the inductor.
If specifjed in the detail specification, the electrical performances shall then be -measuied.

5.2.1.13 Items to be specified in detail specification
The follpwing items shall be specified in the detail specification.

a) Dimensions of land, if different from Table 1 (see 5.2.1.2).

b) Dim¢nsion of W of the testing printed-circuit board (see 5.2y1.3).
c) Applied solder (see 5.2.1.4).

d) Cledning (if necessary) (see 5.2.1.4).

e) Predonditioning (if necessary) (see 5.2.1.5).

f) Initigl measurement items (see 5.2.1.6).

g) Bending depth and number of bends (see:$.2.1.9).

h) Meapurement during pressurizing (if necessary) (see 5.2.1.10).
i) Recovery (if necessary) (see 5.2.1.41).

j) Final measurement items (see %5:2.1.12).

5.2.2 | Adherence test (see test of Ue; of IEC 60068-2-21)
5.2.21 General

The tesg for the strength of adhesion against the side stress of the specimen mounted on the
testing printed-cireuit board shall be carried out as follows.

5.2.2.2 Mounting of specimen

The speetmen—shal—be—meounted—on—the—tesh BF

specification in accordance with the provisions of Annex A. Unless otherwise specified in the
detail specification, the printed-circuit board shall be as specified in 8.2 of IEC 60068-2-
21:2006.

5.2.2.3 Preconditioning

Preconditioning shall be carried out as specified in the detail specification on the specimen
when preconditioning is necessary.
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5.2.2.4 Initial measurement

Prior to conducting the mechanical test, the appearance of the specimen and the soldered
parts shall be checked by using a magnifier with a magnification of at least 10x under
adequate light. If an abnormal or rejectable appearance is found, the specimen shall be
excluded from the evaluation of this test. The electrical performances shall be measured if
specified in the detail specification.

5.2.2.5 Pressurizing

The specimen shall be mounted as shown in Figure 7. The force shall be gradually applied by
means of the pressurizing jig to the centre of the longitudinal side of the specimen in a

direction-horizontal-to-the fnchng prlnfnd circuit board llnless otherwise epnr\lflnd in-the detail

specification, the pressurizing force shall be 5 N and the duration shall be (10 £ 1) sC

Dimensions in npillimetres

Thickness

Pressurizing jig

Printed-circuit board
IEC

NOTE 1 |Thickness of jig: thicker than the test surface of the specimen.
NOTE 2 |R at the end: when the length-0f specimen is 2,0 mm or less, the radius of the pressurizing jig is| 0,2 mm.

NOTE 3 |Width of jig: not spegified.

Figure 7 — Pressurizing and shape of jig

5.2.2.6 Recovery

Recovely shall be carried out as specified in the detail specification on the specimens when
recovery ‘issnecessary. T

5.2.2.7 Final measurement

The appearance of the specimen and the soldered parts shall be checked by using a
magnifier with a magnification of at least 10x under adequate light. In this case, abnormalities
such as peel and crack found at the solder joint shall not be treated as defects of the inductor.
If specified in the detail specification, the electrical performances shall then be measured.

5.2.2.8 Items to be specified in the detail specification
The following items shall be specified in the detail specification.

a) Testing printed-circuit board (see 5.2.2.2).
b) Applied solder (see 5.2.2.2).

c) Preconditioning (if necessary) (see 5.2.2.3).
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d) Initial measurement items (see 5.2.2.4).

e) Pressurizing force (if necessary) (see 5.2.2.5).

f) Recovery (if necessary) (see 5.2.2.6).

g) Final measurement items (see 5.2.2.7).

5.3 Solderability

5.3.1

General

The test for solderability shall be in accordance with the provisions of IEC 60068-2-58 and
other specifications as mentioned below.

This pa
If the w

accordalnce with the provisions of IEC 60068-2-69.

5.3.2 Preconditioning
Unless ptherwise specified in the detail specification, the specimen shall be tested in
received” condition. Care should be taken that no contamination (occurs, by contact
fingers ¢r by other means.

When gccelerated ageing is applied, one of the methéds given in the requirem
accelerated ageing of IEC 60068-2-20 shall be specified in/the detail specification.

5.3.3

The appearance of the specimen shall be checked by using a magnifier with a magn
pst 10x under adequate light. If specified in the detail specification, the electrical

of at le
perform

5.3.4
5.3.4.1

a) Solder bath

The
IEC

b) Flux
The

c) Solder

The

ptting balance method is applied, this shall be specified in the detail specifig

Initial measurement

ances shall be measured.

Test method

Solder bath method

solder bath dimensions shall comply with the requirements for solder
60068-2-20.

flux shall.be the flux specified in IEC 60068-2-58.

t of IEC 62025 specifies a solder bath method and a reflow method for soIszrabiIity.

ation in

the “as-
with the

bnts for

ification

bath of

solder composition shall be in accordance with item a)1) or b)1) of Clause A.3

d) Test procedure

The test procedure shall be in accordance with the requirements for the test procedure
and conditions of IEC 60068-2-58. Unless otherwise specified in the detail specification,
the specimen shall be preheated to a temperature of 80 °C to 120 °C and maintained for
10 s to 30 s. The immersion and withdrawal speed shall be between 20 mm/s and 25 mm/s.

e) Conditions of immersion into solder

Unless otherwise specified in the detail specification, the conditions of immersion into the
solder shall be in accordance with Table 3.
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5.3.4.2
The refl

a) Solder paste

The

b) Test|substrates

The

(FR4). The dimensional details and number of specimen(s) to be‘tested shall be
the detail specification.

c) Preparation

The

accqrdance with Clause A.4.
d) Preteating
Unlgss otherwise specified in the detail specification, the specimen and test s

shal
e) Refl
Unle
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Table 3 — Conditions of immersion into solder

Condition
Alloy composition
Temperature Duration
Lead-free solder (Sn-Ag-Cu) 245°C+5°C 3s+0,3s
2s+0,2s
Lead-containing solder 235°C+5°C
5s+0,5s

Solder reflow method

bw equipment should be forced gas convection.

solder paste shall be in accordance with items a) or b) of Clause A.3.

test substrate shall consist of ceramic (alumina 90 % to 98 %)‘arepoxide wov

solder paste shall be coated on the lands andi/the specimen shall be pl

be preheated in accordance with ClauseA.5.
bw temperature profile

Table 4 — Reflow temperature

bn glass
given in

aced in

Lbstrate

ss otherwise specified in the detail specification, the reflow temperature profjle shall
be in accordance with Table 4 and Eigure 8.

o T, T, 4 T, 2 T, £
Alloy|composition
OC OC S OC S OC S
Lead-free solder | %55.5 | 180+5 | 60to120 | 225 2045 235 -
(§n-Ag-Cu) - - -
Lead-containing 10+ 1
solder. 150 £ 10 150 £ 10 60 to 120 - - 215+3 at7,
NOTE | ‘See profile in Figure 8.
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5.3.5

A
/

ﬂ
A
Y

A
\i

y

IEC
Figure 8 — Reflow temperature profile

Recovery

The flu¥ residues shall be removed with a suitable solvent (see the requirements for
of IEC §0068-2-45).

5.3.6

Final measurement

The fingl measurement shall be in accordance with.the requirements of wetting of

measur¢ments in IEC 60068-2-58. Then, if specifiedyin the detail specification, the e

perform

5.3.7
5.3.7.1
The foll

5.3.7.2
a) App

ances shall be measured.

Items to be specified in detail specification
General
pwing items shall be specified-in the detail specification.

Solder bath method

ied solder.

b) Accelerated ageing.(if necessary) (see 5.3.2).

c) Initigl measurement items (see 5.3.3).

d) PreHteating.(if hecessary) (see 5.3.4.1d)).

e) Con
f) Fina
5.3.7.3

Jitiohs of immersion into solder (if necessary) (see 5.3.4.1¢)).

| measurement items (see 5.3.6).

solvents

he final
lectrical

Solder reflow method

a) Applied solder.

b) Accelerated ageing (if necessary) (see 5.3.2).

c) Initial measurement items (see 5.3.3).

d) Dimensional details of the test substrate and number of specimen(s) (see 5.3.4.2b)).

e) Preheating (if necessary) (see 5.3.4.2d)).

f) Fina

| measurement items (see 5.3.6).
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5.4 Resistance to soldering heat
5.4.1 General

The test for resistance to soldering heat shall be in accordance with the provisions of
IEC 60068-2-58 and other specifications as mentioned below.

5.4.2 Preconditioning

Unless otherwise specified in the detail specification, the specimen shall be tested in the “as-
received” condition. Care should be taken that no contamination occurs, by contact with the
fingers or by other means.

5.4.3 Initial measurement

The appearance of the specimen shall be checked by using a magnifier with a|pnragniification
of at lepst 10x under adequate light. If specified in the detail specification; the electrical
performpnces shall be measured.

5.4.4 Test method

5.4.4.1 Solder bath method
a) Solder bath
The |solder bath shall be as specified in item a) of 5.3:4.4.
b) Flux
The [flux shall be as specified in item b) of 5.3.4<1.
c) Solder
The|solder composition shall be in accordance with items a)1) or b)1) of Clause A.3.
d) Test{procedure

The |test procedure shall be in accordance with the requirements for the test prpcedure
and | conditions of IEC 60068-2-58. Unless specified in the detail specification, the
spedimen shall be preheatedto a temperature of 80 °C to 120 °C and maintained|for 10 s
to 30 s. The immersion and withdrawal speed shall be between 20 mm/s and 25 mi/s.

e) Severity
Unlgss otherwise spgecified in the detail specification, the duration and temperature of
immersion shall be as given in Table 5.

Table 5 — Severity

Severity
Alloy composition
Tnmpnrnhlrn Duration
Lead-free solder (Sn-Ag-Cu) 260 °C+5°C 10s+1s
Lead-containing solder 260°C+5°C 10st1s?@
2 If specified in the detail specification, 5 s + 1 s may be applied.

5.4.4.2 Solder reflow method
The reflow equipment shall be forced gas convection.

a) Solder paste

The solder paste shall be in accordance with item a) or b) of Clause A.3.
b) Test substrates

The test substrate shall be as specified in item b) of 5.3.4.2.
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c) Prep

aration

—19 -

The solder paste shall be coated on the lands and the specimen shall be placed in
accordance with Clause A.4.

d) Preh

eating

Unless otherwise specified in the detail specification, the specimen and test substrate

shall be preheated in accordance with Clause A.5.

e) Reflow temperature profile

Unless otherwise specified in the detail specification, the reflow temperature profile shall
be in accordance with Table 6.

The profile of test 1 is recommended for lead-free solder. The profile for lead-free solder

in Table 6 shall be specified as the acceptable upper limit of severity.
Unlgss otherwise specified in the detail specification, the number of test cycles'sHall be a
minimum of one and a maximum of three.
Table 6 — Reflow temperature
T T t T t T !
Alloy gomposition ! 2 ! 3 z 4 "
°C °C s °C s °C C|
Lead-free|solder | Test 1 150+ 5 180 £ 5 120+ 5 220 | 60,090 250 20to40a7,-5K
(Sn-Ag-CH) Test2 | 150+5 | 1805 | 120+5 | 220 } ‘<60 255 <20at7), - 10K
Lead-confaining solder 150 £ 10 150+ 10 | 60 to 120 = - 235+5 10 + 1lat 7,
NOTE Skge profile in Figure 8.
5.4.5 Recovery
The flu¥ residues shall be removed with-a suitable solvent (see 3.1.3 of IEC 60068-2-45:1980
and IEC 60068-2-45:1980/AMD1:1993).
5.4.6 Final measurement
After regcovery, the appearahce of the specimen shall be checked by using a magnifigr with a
magnifi¢ation of at least (1@% under adequate light. Then, if specified in the detail spedification,
the electrical performatnces shall be measured.
5.4.7 Items to be specified in detail specification
5.4.71 General
The following items shall be specified in the detail specification
5.4.7.2 Solder bath method

a) Applied solder.

b) Initial measurement items (see 5.4.3).

c) Preheating (if necessary) (see 5.4.4.1.d)).

d) Severity (if necessary) (see 5.4.4.1 e)).

e) Final measurement items (see 5.4.6).

5.4.7.3

Solder reflow method

a) Applied solder.

b) Initial measurement items (see 5.4.3).

c) Dimensional detail of the test substrate and number of specimen(s) (see 5.4.4.2 b)).
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d) Preheating (if necessary) (see 5.4.4.2 d)).

e) Reflow temperature profile (see 5.4.4.2 e)).

f) Number of test cycles (see 5.4.4.2 e)).

g) Fina

| measurement items (see 5.4.6).

5.5 Resistance to dissolution of metallization

5.5.1

General

The test for resistance to the dissolution of metallization shall be in accordance with the

provisio

ns of IEC 60068-2-58 and other specifications as mentioned below.

5.5.2

Unless
receiveq
fingers

5.5.3

The apq
of at le
perform

5.5.4

Subclad
solder id
a) Soldg
The
b) Flux
The
c) Sold
The
d) Test

The
and
the

10 s

Preconditioning

btherwise specified in the detail specification, the specimen shall be tested in
” condition. Care should be taken that no contamination occurs, by contact
br by other means.

Initial measurement

ast 10x under adequate light. If specified in the detail specification, the €
bnces shall be measured.

Test methods

se 5.5.4 specifies the test method pertaining to lead-containing solder. If le
applied, this shall be specified in the detail specification.
er bath

solder bath shall be as specified’in item a) of 5.3.4.1.

flux shall be as specified\in“item b) of 5.3.4.1.

er

solder compositionshall be in accordance with item a)1) of Clause A.3.
procedure

test procedure shall be in accordance with the requirements for the test pr
conditiohs of IEC 60068-2-58. Unless otherwise specified in the detail speci
Epecimen shall be preheated to a temperature of 80 °C to 120 °C and maint
to,30J)s. The immersion and withdrawal speed shall be between 20 mm/s and 4

e) Severity

the “as-
with the

earance of the specimen shall be checked by using a . magnifier with a magnlification

lectrical

ad free-

bcedure
ication,
ined for
5 mm/s.

Unless otherwise specified in the detail specification, the temperature of the solder bath
shall be (260 £ 5) °C and the duration of immersion shall be (30 + 1) s.

f) Recovery

The

5.5.5

recovery shall be as specified in 5.3.5.

Final measurements

The resistance to dissolution of metallization shall be assessed visually under adequate light
with a binocular microscope of magnification in the range between 10x and 25x, in
accordance with the requirements for resistance to the dissolution of metallization of
IEC 60068-2-58. Then, if specified in the detail specification, the electrical performances shall
be measured.
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5.5.6

Items to be specified in detail specification

The following items shall be specified in the detail specification.

a) Initial measurement items (see 5.5.3).

b) Appl

ied solder (if necessary) (see 5.5.4).

c) Preheating (if necessary) (see 5.5.4 d)).

d) Severity (if necessary) (see 5.5.4 e)).

e) Fina

| measurement items (see 5.5.5).

5.6 Vibration

5.6.1

The tes
Clause

5.6.2

Test equipment

t device shall satisfy the requirements for vibration test equipment as, spe
1 of IEC 60068-2-6:2007.

Preparation

The spdcimen shall be mounted firmly on the vibration table in accordance with the

specifie

5.6.3

d in the detail specification, either by means of fixtures ofirectly.

Test method

The eldctrical performances of the specimen shall ‘e measured in accordance

provisio

hs of the detail specification, and then the vibration specified in Claug

IEC 60068-2-6:2007 shall be applied to the specimen mounted in accordance wit

Unless

otherwise specified in the detail specification, the condition of the test {

selected from Table 7 (based on Table 3 of IEC*62211:2017). After the vibration, the ¢

perform

bnces shall be measured in accordance with the detail specification and the

shall bg calculated in the measured valués of each performance taken before and 3

test. Fu

thermore, the specimen shall.be visually examined. There shall be no visible d

Table 7 — Conditions of vibration

cified in

method

vith the
e 5 of
h 5.6.2.
hall be
lectrical
ariation
fter the
amage.

Level 1 Level 2 Level 3

cond

10 Hz to,2'000 Hz 10 Hz to 500 Hz 10 Hz to 55 Hz

Test 4=15mmora=200m/s2max. | A=0,75mmora=100m/s?2 | 4=1,5mm, swee

tions | 4 gtimin 1 oct/min 3 axes, 2 h/axis 6

10 cycle/axis 10 cycles/axis

p 1 min

5.6.4

Items to be specified in detail specification

The following information shall be given in the detail specification.

a) Mou

nting (mounting fixture and mounting method) (see 5.6.2).

b) Type of vibration (if necessary) (see 5.6.3).

c) Direction of vibration (if necessary) (see 5.6.3).

d) Duration of vibration (if necessary) (see 5.6.3).
e) Severity (see 5.6.3).
f) Performance to be measured before and after the test (see 5.6.3).

g) Mea

surement during vibration (if necessary).
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esistance to shock

Mechanical shock method

The shock test of the specimen shall be carried out by the mechanical shock method. The test

method

shall be as follows (see IEC 60068-2-27).

a) Test equipment

The equipment shall satisfy the characteristics required for the shock test equipment
specified in IEC 60068-2-27.

b) Initial measurement

The _appearance of the specimen shall be checked by using a magnifier with a
maghification of at least 10x under adequate light. The electrical performances,ghall be
meagured in accordance with the provisions of the detail specification.
c) Preparation
The|specimen shall be firmly mounted on the shock table in accordan¢e” with the|method
spegified in the detail specification either by means of a mounting fixture or directly.
d) Test
The|shock specified in IEC 60068-2-27 shall be applied tor,the specimen. The [severity
shal| be either
e Qpeak acceleration 1 000 m/s2, duration 6 ms, velocity change 3,7 m/s (sin€l wave),
3 axes, or
e peak acceleration 2 000 m/s2, duration 6 ms, Velocity change 7,5 m/s (sin¢l wave),
3 axes,
in agcordance with Table 3 of IEC 62211:2017, The severity shall be specified in the detail
spegification.
e) Final measurement
After the test, the electrical performances shall be measured in accordance Wwith the
provjsions of the detail specification. The appearance of the specimen shall be ¢hecked
for gny remarkable change in @ppearance and mechanical damage by using a magnifier

with
5.7.2

The foll

a) Initial measurément items (see 5.7.1b)).

b) Mou

a magnification of at least10x under adequate light.
Items to be specified in detail specification

bwing items shall)be specified in the detail specification.

hting (Mounting fixture or mounting method) (see 5.7.1c)).

c) Severity\(see 5.7.1d)).
d) FinaT—measuemt—uems-Qseeé.—MQ-)-).—
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Annex A
(normative)

Mounting of surface mounting inductor on test
printed-circuit board

A.1 General

Annex A specifies the method for mounting a surface mounting inductor to be tested
(hereinafter referred to as “specimen”) on the test printed-circuit board.

A.2 IJIIounting printed-circuit board and mounting land

A mounting printed-circuit board suitable to the construction of the specimensshall He used,
and thig shall be specified in the detail specification. If there is no provision in the detail
specification, the copper-clad laminate of FR4 (thickness 1,6 mm 0,20 mm, copper foil
0,035 mm = 0,010 mm) shall be used and it shall be a printed-circuit/board on which the land
for moupting the specimen is previously located. As for the land, the detail specification shall
specify the details.

A.3 Solder

The solger should be either of solder a) or solder b):xUnless otherwise specified in the detail
specification, the solder shall be that specified in a):

a) Leadl-containing solder paste

1) Alloy composition
The solder composition shall~, be either 60 weight % tin and 40 weight % lead
(Sn60Pb40A, according to JEC 61190-1-3) or 63 weight % tin and 37 weight|% lead
(Sn63Pb37A, according to JEC 61190-1-3).

2) $older powder
Unless otherwise specified in the detail specification, the particle size of th¢ solder
paste shall be 20(um to 45 pm.

3) Hlux composition
The flux to/be used shall consist of 25 weight % of colophony in 75 weight % of 2-
propanol\(isopropanol) or of ethyl alcohol (as specified in IEC 60068-2-20).

4) $olderpaste composition

he“viscosity range and method of measurement shall be specified in the detail
specification.

b) Lead-free solder paste
1) Alloy composition

The alloy composition to be used shall consist of 3,0 weight % Ag (silver), 0,5 weight %
Cu (copper) and the remainder of Sn (tin), with a variation of Ag content between
3,0 weight % and 4,0 weight % of Cu content between 0,5 weight % and 1,0 weight %.

2) Solder powder
The powder size shall be type 3 specified in Table 2 of IEC 61190-1-2:2014.
3) Flux composition

The flux to be used shall consist of 30 weight % of polymerization rosin (softening
point, approximately 95 °C), 30 weight % of dibasic acid degeneration rosin (softening
point, approximately 140°C), 34,7 weight % of diethylene glycol monobutyl ether,
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0,8 weight % of 1,3-diphenylguanidine HBr, 0,5 weight % of adipic acid (chlorine
content less than 0,1 weight %) and 4 weight % of stiffening castor oil.

4) Solder paste composition

The solder paste to be used shall consist of 88 weight % of solder powder and

1

2 weight % of flux. The viscosity range shall be (180 + 50) Pa-s.

A.4 Preparation

The solder paste shall be coated on the lands of the test printed-circuit board to a thickness of
100 um and 250 ym and the specimen shall be placed so that its terminations or electrodes
are positioned on the pasted lands. If specified in the detail specification, the thickness of the

solder p

A.5 H

In the ¢

which the specimen is placed shall be preheated at (150 = 10) °C for 60 s to 120 S

case of
specime

A6 3

After th
solderin
betweern
the tota
solderin

58:201§.

A.7T (

If speci
suitable

aste shall be in accordance with the provisions of the detall specitication.
’reheating
ase of lead-containing solder paste a) (see Clause A.3), the printed-circuit b

lead-free solder paste b) (see Clause A.3), the printed-circuit board on w
n is placed shall be preheated in accordance with the detail-specification.

poldering

g device. In case of lead-containing solder\paste a), the solder temperature
215 °C and 235 °C, and the time at the qpeak temperature shall not exceed 1
time above 185 °C shall be 45 s minimum. In case of lead-free solder paste

g temperature should be 235 °C t01250 °C according to Table 1 of IEC 8
Lleaning
ied in the detail specification, the printed-circuit board shall be cleaned by

solvent (see the requirements for solvents of IEC 60068-2-45).

oard on
. In the
nich the

e preheating, the soldering shall be carried out immediately by using the reflow

shall be
D s, and

b), the
0068-2-

using a
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Partie 2: Méthodes d’essai pour caractéristiques non électriques
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La Norme internationale IEC 62025-2 a été établie par le comité d’études 51 de I'lEC:
Composants magnétiques, ferrites et matériaux en poudre magnétique

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiére édition parue en 2005. Cette édition
constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a I'édition
précédente:

a) révision du Tableau 5;

b) révision des références normatives.
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Le texte de cette norme est issu des documentssuivants:

CDV Rapport de vote
51/1273/CDV 51/1301/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme internationale.

Ce document a été rédigeé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 62025, publiées sous le titre général
Compogants inductifs a haute fréquence — Caractéristiques non électriques et méth
mesure| peut étre consultée sur le site web de I'lEC.

Le com
stabilité

té a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la

relatives au document recherché. A cette date, le document sera

e reco

nduit,

e supprimé,

e remplacé par une édition révisée, ou

e ame

ndé.

bdes de

date de

indiquée sur le site web de I'IEC sous "http://webstore.iec.ch*Vdans les données
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COMPOSANTS INDUCTIFS A HAUTE FREQUENCE -
CARACTERISTIQUES NON ELECTRIQUES ET METHODES DE MESURE -

Partie 2: Méthodes d’essai pour caractéristiques non électriques

1 Domaine d’application

La présente partie de I'|EC 62025 spécifie une méthode d’essai pour les caractéristiques non
électriqlies pour inductances a montage en surface (CMS) utilisées pour les equipements
électroniques et de télécommunications. L'objet du présent document concerne uniquement
les méthodes de mesure de la performance mécanique. Comme les performances de|fiabilité
ainsi que les spécifications relatives aux performances non électriques sont\spécifiées dans
'IEC 62211, les méthodes de mesures détaillées pour les performances./mécaniqlies des
essais de fiabilité sont définies dans le présent document.

2 Réflérences normatives

Les doguments suivants cités dans le texte constituent, pourtout ou partie de leur gontenu,
des exigences du présent document. Pour les références datées, seule I'éditign citée
s’appliqgue. Pour les références non datées, la dernigre/édition du document de rdgférence
s'appligbe (y compris les éventuels amendements).

IEC 60068-1, Essais d’environnement — Partie 1.(Généralités et lignes directrices

IEC 60068-2-6:2007, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai Fc: Viprations
(sinusoildales)

IEC 60068-2-20, Essais d'environnement — Partie 2-20: Essais — Essai T: Méthodes| d'essai
de la brasabilité et de la résistance a la chaleur de brasage des dispositifs a broches

IEC 60068-2-21:2006, Essais d'environnement — Partie 2-21: Essais — Essai U: RobHustesse
des sorlies et des dispositifs de montage incorporés

IEC 60068-2-27, Essais d'environnement — Partie 2-27: Essais — Essai Ea et guide: Chocs

IEC 60068-2-45:1980, Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécahique -
Partie 2145, Essais — Essai XA et guide: Immersion dans les solvants de nettoyage
IEC 60068:2-45:1980/AMD1:1993

IEC 60068-2-58:2015, Essais d'environnement — Partie 2-58: Essais — Essai Td: Méthodes
d'essai de la soudabilité, résistance de la métallisation a la dissolution et résistance a la
chaleur de brasage des composants pour montage en surface (CMS)

IEC 60068-2-58:2015/AMD1:2017

IEC 60068-2-69, Essais d'environnement — Partie 2-69: Essais — Essai Te/Tc Essai de
brasabilité des composants électroniques et cartes imprimées par la méthode de la balance
de mouillage (mesure de la force)

IEC 60068-2-77, Essais d'environnement — Partie 2-77: Essais — Essai 77: Résistance du
corps et résistance aux chocs par impact

IEC 61188-5-2, Cartes imprimées et cartes imprimées équipées — Conception et utilisation —
Partie 5-2: Considérations sur les liaisons pistes-soudures — Composants discrets
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IEC 61190-1-2:2014, Matériaux de fixation pour les assemblages électroniques — Partie 1-2:
Exigences relatives aux pates a braser pour les interconnexions de haute qualité dans les
assemblages de composants électroniques

IEC 61190-1-3, Matériaux de fixation pour les assemblages électroniques — Partie 1-3:
Exigences relatives aux alliages a braser de catégorie électronique et brasure solide fluxée et
non fluxée pour les applications de brasage électronique

IEC 62211:2017, Inductive components — Reliability management (disponible en anglais
seulement)

3 Tenmesetdéfimitions
Aucun terme n'est défini dans le présent document.

L'ISO ef I'lEC tiennent a jour des bases de données terminologiques destinées a étre (tilisées
en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

e |EC [Electropedia: disponible a I'adresse http://www.electropedia.org/

e |SO|Online browsing platform: disponible a I'adresse http://www.iso.org/obp

4 Conditions d'essai

4.1 Clonditions atmosphériques normales pourles essais

Sauf mention contraire dans la spécification particuliére, les essais et les mesurages|doivent
étre effectués dans des conditions atmosphériques normales pour les essais comme|indiqué
dans lgs exigences relatives aux conditions atmosphériques normales de référgnce de
I'IEC 60068-1:

— température: de 15 °Ca 35 °C;

— humjdité relative: de25 % a 75 %;

— presgion atmosphérique: . de 86 kPa a 106 kPa.
Dans I'¢ventualité d’un (ditige ou si cela est exigé, les mesurages doivent étre répétés en

utilisant| les températures de référence (données en 4.2) et les autres conditions spécifiées
dans le présent document.

De plus], lorsqulil/est difficile d’effectuer les mesurages dans les conditions atmosphériques
normalgs, sauf.en cas de doute dans le jugement de la validité des résultats, les essajs et les
mesuragl;es peuvent étre réalisés dans des conditions atmosphériques non normales.

4.2 Conditions d'arbitrage

Pour les besoins d’arbitrage, une des conditions atmosphériques normales pour les essais de
référence, données dans les exigences relatives aux conditions atmosphériques normales
pour les mesurages et les essais de référence de I'l|EC 60068-1, doit étre sélectionnée et doit
correspondre a ce qui suit:

— température: 20 °C = 2 °C;

— humidité relative: de 60 % a 70 %;

— pression atmosphérique: de 86 kPa a 106 kPa.
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Essais des caractéristiques mécaniques

Essai de résistance du corps

5.1.1 Procédures d’essai de résistance du corps

La procédure d’essai de résistance du corps, telle que spécifiée dans I'lEC 60068-2-77, doit
étre comme suit:

a)

b)

c)

Préconditionnement

Si cela est exigé, le préconditionnement doit étre réalisé sur les éprouvettes
conformément a la spécification particuliére.

Mesprage initial

Les |éprouvettes doivent étre examinées visuellement avec un grossissementyd’ay moins
10x let un éclairage approprié.

Les | performances électriques doivent étre mesurées, si cela est~spécifié gans la
spégification particuliere.
Disposition

Sauf mention contraire dans la spécification particuliére, I'éprouvette doit étre pldcée sur
le support comme représenté a la Figure 1, de sorte ‘que les deux extrémités de
I'éprpuvette soient placées symétriquement sur le support. La table d’essai doit étre

placge sur une plate-forme plane et robuste. Ainsi lé/résultat d’essai n'est pas| affecté
lorsqu’une force est appliquée.

Dimensions en npillimétres

Gabarit de/mise en pression

(voir Figure 2)
Force
~_ RO5
Eprouvette
\ / RO’2
RO,
N
[ % Grossissement
% 0,5L Z de la partie A
L
Support Bl >
(acier) IEC

NOTE L’angle au sommet du céne d’entrée dans la partie A doit se situer entre 70° et 90°.

d)

Figure 1 — Méthode pour exercer la pression sur le corps

Force appliquée

La force doit étre appliquée au centre de I'éprouvette par un gabarit de mise en pression
(gabarit presseur) comme représenté a la Figure 2, pendant (10 £ 1) s. Sauf mention
contraire dans la spécification particuliere, la force doit étre choisie parmi I'une des
suivantes: 10 N, 20 N ou 30 N. Si la spécification particuliére le précise, les performances
électriques doivent étre mesurées au cours de l'application de la force.
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Dimensions en millimétres

M

NOTE 1
NOTE 2

Lorsque |
pression

e) Rep
Sic
Spéd

f) Mes
Aprdg
d’au
que
Spéd

5.1.2

Les info

a) le pf
b) les 4

c) lem

| RO,5
IEC

La dimension W du gabarit de mise en pression est plus large que la largeur,de \éprouvette.
Dureté: HV 500 et supérieur.

A longueur de I’éprouvette est de 2 mm ou inférieure, il convient ‘que” le rayon du gabarit d4
oit de 0,2 mm.

Figure 2 — Gabarit de mise en pression-(gabarit presseur)
ise

bla est exigé, la reprise doit étre réalisée\pour les éprouvettes conformém
ification particuliére.

Lirage final
s I'essai, les éprouvettes doivent\étre examinées visuellement avec un grossis

fissures ou défauts. Les performances électriques doivent étre mesurées, si
ifié dans la spécification.particuliére.

Informations a donner dans la spécification particuliére
rmations suivantes doivent étre spécifiées dans la spécification particuliere:

éconditionnnement (si exigé) — voir 5.1.1.a);
[éments du mesurage initial et du mesurage final (si exigé) — voir 5.1.1.b) et f)

esurage pendant I'application de la force (si exigé) — voir 5.1.1.d);

mise en

ent a la

tsement

moins 10x et un éclairage approprié. Il ne doit y avoir aucun signe de dommalges tels

cela est

d) lare

prise (si exigé) — voir 5.1.1.e).

5.2 Robustesse des sorties (électrodes)

5.2.1
5.2.1.1

Résistance a la flexion des cartes de circuits imprimés

Généralités

L’essai de résistance des sorties et électrodes montées sur une carte de circuit imprimé doit

étre réa

5.2.1.2

lisé comme suit.

Spécification des pastilles de soudure

Les pastilles de soudure des inductances miniatures multicouches doivent étre congues
conformément au Tableau 1, comme spécifié dans I'lEC 61188-5-2. Pour ce qui concerne les
inductances, sauf pour celles spécifiees dans I'lEC 61188-5-2, la taille des pastilles de
soudure doit étre précisée dans la spécification particuliere.


https://iecnorm.com/api/?name=a9089d43ba6b250caca92f4467a440d8

- 34 - IEC 62025-2:2019 © IEC 2019

Tableau 1 — Taille des pastilles de soudure selon le code
des inductances miniatures multicouches

Dimensions en millimetres

Code de taille a b c
1005 0,65 0,55 0,50
1608 0,95 0,85 0,50
2012 1,45 1,10 0,50
3216 1,80 1,30 1,20
3225 2,70 1,05 1,80
4532 3,40 1,10 3,00
5650 5,30 1,30 3,70
NOTE Tolérance: 0,05 mm; voir la Figure 3.

5.21.3 Spécification des cartes de circuits imprimés

La cartg de circuit imprimé doit étre en tissu de verre d’époxyde (FR4), tel que spécifié dans
I'IEC 60[068-2-21 et, sauf mention contraire dans la spécification particuliére, la garte de
circuit imprimé doit étre telle que représentée a la Figure Q. La dimension de W doit étre
spécifiée dans la spécification particuliere.

Dimensions en millimétres

N

o
ey
[

4
é
-
=,
7
]
—

w

]

/]
Z
—
7

= N Whsh O ON 0 ©

Y Grossissement de la partie A

\ 130 \
| |

A
\/

IEC

Légende
Prrrd zones soudables

_ zones non soudables (couvertes par une laque non soudable)

Matériaux de substrat: tissu de verre d’époxyde (FR4)
Epaisseur: 1,6 mm # 0,2 mm (pour code de taille & partir de 1608)
Epaisseur: 0,8 mm # 0,1 mm (pour code de taille jusqu’a 1005)
Conducteurs: cuivre
Epaisseur: 0,035 mm # 0,010 mm

Lorsque la carte est congue pour comporter plus de deux éprouvettes, prévoir un espace suffisant entre les
éprouvettes de fagon a ne pas interférer sur le résultat de I'essai. Les dimensions non indiquées doivent étre
choisies conformément a la conception et a la taille de I'éprouvette a soumettre a I'essai.

Figure 3 — Exemple de carte de circuit imprimé
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5.2.1.4

Montage d’éprouvette

L’éprouvette doit étre montée sur la carte de circuit imprimé conformément a ’Annexe A et a
d’autres spécifications mentionnées ci-dessous.

a) La pate a braser doit étre placée sur les pastilles de soudure. La pate a braser appliquée
doit couvrir complétement les pastilles de soudure. L’épaisseur de la pate a braser selon
le code de taille des inductances est recommandée dans le Tableau 2. Il convient que la
hauteur appropriée du raccord soit la valeur la plus petite, soit de 50 % de I’épaisseur de
I’éprouvette, soit 0,5 mm.

Tableau 2 — Epaisseur de la pate a braser selon le code de taille des inductances

b) Puis|
I’épr]

seng horizontal que dans le sens vertical.
c) La garte de circuit imprimé avec I’éprouvette doit étre soudée par fusion. Au mo

mon
doit

d) Sic

5.2.1.5

Le préc

les éprguvettes pour lesquelles le préconditionnement est nécessaire.

5.2.1.6

Avant

examinges visuellement aveec une loupe de grossissement d’au moins 10x et un é

appropr

pas étrge soumise a |'essai. Les performances électriques doivent étre mesurées, si

spécifié

5.2.1.7

L’outil de.flexion doit étre une barre support comme représentée a la Figure 4 et un g3
mise enE ) . A< 5t ; I o

Code de taille Epaisseur de la pate a braser
pum
Jusqu’a 1608 De 100 a 150
A partir de 2012 De 150 a 200

. I’éprouvette doit étre placée sur la carte de circuit imprimé. Les so
puvette doivent étre placées sur les pastilles de soudure symétriquement tant

tage de l'inductance sur la carte de circuit imprimé, aucune courbure ou to
se produire.

Préconditionnement

bnditionnement doit étre réalisé comme précisé dans la spécification particul

Mesurage initial

I'effectuer I'essai mécanique, I'éprouvette et les parties soudées doivd
é. Si un aspect(anormal ou de qualité rejetable a été constaté, I'éprouvette

dans la spéeification particuliére.

Outilde flexion

ties de
dans le

ment du
sion ne

bla est précisé dans la spécification particuliere, la carte de circuit imprimé doit étre
nettpyée selon I’Annexe A.

iere sur

nt étre
clairage
ne doit
cela est

barit de

de mise

en pression soit de 5 mm. Si précisé dans la spécification particuliére, le rayon du gabarit de

mise en

5.2.1.8

pression peut étre de 340 mm ou de 230 mm.

Disposition

La carte de circuit imprimé avec I'éprouvette soudée est placée sur la barre de support

comme

représenté a la Figure 4.
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Dimensions en millimétres

Eprouvette Carte de circuit imprimé

Eprouvette Carte de circuit imprimé l

N ]

- )

Y T

Barre de support

A
Y

I
45 12 | 45 +2 R2)5 W+ 10 et plus Barre de
I i | - » support R2,5
IEC IEC
(a) Avant (b) Coté

Figure 4 — Disposition

5.2.1.9 Essai

comme |[représenté a la Figure 5 a une vitesse de (1 £ 0,5) mm/s et-sélon la profondeur de
flexion de 1 mm, 2 mm, 3 mm ou 4 mm (voir la Figure 6). La profondeur de flexion doit étre
préciség¢ dans la spécification particuliére. Aprés avoir atteint, la profondeur de| flexion
spécifiége, elle doit étre maintenue pendant (20 £ 1) s. Puis _la force de flexion doit étre
relaché¢. Sauf mention contraire dans la spécification particuliére, le nombre de flexipns doit
étre de Ln.

La cartg de circuit imprimé doit étre mise en flexion en utilisant le gabarityde mise en I%ression

Dimensions en npillimétres

20 W +(10 et plus

RS IEC

Légende

R rayon

Figure 5 — Gabarit de mise en pression (gabarit presseur)

Mise en pression

Gabarit de mise en pression

Carte de circuit imprimé Epaisseur de Ia carte

IEC

NOTE La position relative entre le centre de I’éprouvette sur la pastille de soudure de la carte de circuit imprimé
et la ligne de contact du gabarit de mise en pression sur la carte de circuit imprimé ne dépasse pas 0,5 mm.

Figure 6 — Mise en pression
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5.2.1.10 Mesurage au cours de la mise en pression

Si précisé dans la spécification particuliere, le mesurage doit étre effectué au cours de la
mise en pression conformément aux dispositions de la spécification particuliére.

5.2.1.11 Reprise

Si cela est précisé dans la spécification particuliere, la reprise doit étre effectuée
conformément aux dispositions de la spécification particuliére.

5.2.1.12 Mesurage final

L’éprouy
grossiss &
que le décollement et les fissures observées au niveau de la liaison de soudufe, ne|doivent
pas étr¢ traitées comme des défauts d’inductance. Les performances électriques |doivent
alors étre mesurées, si cela est précisé dans la spécification particuliére.

5.2.1.13 Points a préciser dans la spécification particuliére
Les points suivants doivent étre précisés dans la spécification particuliére:

a) Les|dimensions de pastille, si différentes du Tableau 1 (voir 5.2.1.2).
b) Les dimensions de W de la carte de circuit imprimé d’eSsai (voir 5.2.1.3).
c) La spudure appliquée (voir 5.2.1.4).

d) Le nettoyage (si nécessaire) (voir 5.2.1.4).

e) Le préconditionnement (si nécessaire) (voir 52.1.5).

f) Les gléments du mesurage initial (voir 5.2,176).

g) La pfofondeur de flexion et le nombre dé€ flexions (voir 5.2.1.9).

h) Le mesurage au cours de la mise ehpression (si nécessaire) (voir 5.2.1.10).
i) La reprise (si nécessaire) (voir5:2.1.11).

j) Les gléments du mesurage (final (voir 5.2.1.12).

5.2.2 |Essai d’adhérence(voir I’essai de Ue; de I'l[EC 60068-2-21)
5.2.2.1 Généralités
L'essai | permettant~'de vérifier la résistance d’adhérence aux contraintes latérales de

I’éprouviette montée sur la carte de circuit imprimé d’essai doit étre réalisé de Ilp fagon
suivante.

5.2.2.2 —Mmﬂage d’r'.:pl ouvette

L’éprouvette doit étre montée sur la carte de circuit imprimé spécifiée dans la spécification
particuliere conformément aux dispositions de I’Annexe A. Sauf mention contraire dans la
spécification particuliére, la carte de circuit imprimé doit étre telle que spécifiée au 8.2 de
I'lEC 60068-2-21:2006.

5.2.2.3 Préconditionnement

Le préconditionnement doit étre effectué comme spécifié dans la spécification particuliére sur
les éprouvettes pour lesquelles le préconditionnement est nécessaire.
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5.2.2.4 Mesurage initial

Avant d’effectuer I'essai mécanique, I'éprouvette et les parties soudées doivent étre
examinées visuellement avec une loupe de grossissement d’au moins 10x et un éclairage
approprié. Si un aspect anormal ou de qualité rejetable a été constaté, I’éprouvette ne doit
pas étre soumise a I'essai. Les performances électriques doivent étre mesurées, si cela est
précisé dans la spécification particuliére.

5.2.2.5 Mise en pression

L’éprouvette doit étre montée comme représenté a la Figure 7. La pression doit étre
appliquée progressivement au moyen du gabarit de mise en pression au centre du cété
|ongitud'n9| de I’éprnll\/offn dans un sens horizontal a la carte de circuit imrr_\rimt:'\ d'essai. Sauf
mention| contraire dans la spécification particuliére, la force de mise en pression doit| étre de
5 N et la durée doit étre de (10 £ 1) s.

Dimensions en npillimétres

RO,5
~N

Eprouvette
Largeur

Epaisseur

Gabarit de mise
en pression

Carte de circuit imprimé
IEC

NOTE 1 |Epaisseur du gabarit: plus épals que la surface d’essai de I'éprouvette.

NOTE 2 |R a I’extrémité: lorsque-latlongueur de I'éprouvette est de 2 mm ou inférieure le rayon du gabarjt de mise
en pressi¢n est de 0,2 mm.

NOTE 3 |[Largeur du gabarit: non spécifiée.

Figure 7 — Mise en pression et forme de gabarit

5.2.2.6 Reprise

La reprise doit étre réalisée comme précisé dans la spécification particuliéere sur les
éprouvettes pour lesquelles la reprise est nécessaire.

5.2.2.7 Mesurage final

L’éprouvette et les parties soudées doivent étre examinées visuellement avec une loupe de
grossissement d’au moins 10x et un éclairage approprié. Dans ce cas, des anomalies telles
que le décollement et les fissures observées au niveau de la liaison de soudure ne doivent
pas étre traitées comme des défauts d’inductance. Les performances électriques doivent
alors étre mesurées, si cela est précisé dans la spécification particuliére.

5.2.2.8 Points a préciser dans la spécification particuliére
Les points suivants doivent étre précisés dans la spécification particuliére:

a) La carte de circuit imprimé d’essai (voir 5.2.2.2).
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b)
c)
d)
e)
f)
9)

5.3

La soudure appliquée (voir 5.2.2.2).

Le préconditionnement (si nécessaire) (voir 5.2.2.3).
Les éléments du mesurage initial (voir 5.2.2.4).

La mise en pression (si nécessaire) (voir 5.2.2.5).
La reprise (si nécessaire) (voir 5.2.2.6).

Les éléments du mesurage final (voir 5.2.2.7).

Soudabilité

5.3.1 Généralités

L’essai pour la soudabilité doit &tre conforme aux dispositions de I'lEC 60068-2-58-¢t autres

spécifications mentionnées ci-dessous.

La présgnte partie de I'IEC 62025 spécifie une méthode de bain de soudure et une méthode
de refudion pour la soudabilité. Si la méthode de balance de mouillage est'appliquée, elle doit
étre précisée dans la spécification particuliére selon les dispositions de "\EC 60068-2469.

5.3.2 Préconditionnement

Sauf mention contraire dans la spécification particuliere, I'éprouvette doit étre solimise a
I'essai flans les conditions «a I'état de livraison». Il convient de veiller a ce qulaucune

contamipation ne se produise par contact avec les doigtsou par d’autres moyens.

Lorsqug le vieillissement accéléré est appliqué, une des méthodes indiquées dans les
exigencps relatives au vieillissement accéléré de I'"EC 60068-2-20 doit étre spécifiée|dans la

spécification particuliere.

5.3.3 Mesurage initial

L’éprouyette doit étre examinée visuellement avec une loupe d’un grossissement d’au moins
10x et Un éclairage approprié. Les\performances électriques doivent étre mesurées| si cela

est spégifié dans la spécification particuliére.

5.34 Méthode d’essai

5.3.4.1 Méthode du_bain de soudure

a)

b)

d)

e)

Bain de soudure

Les [dimensjons du bain de soudure doivent étre conformes aux exigences relatives au
bain|de soudure de I'lEC 60068-2-20.

Flux
Le flux doit étre le flux spécifié dans I'lEC 60068-2-58.

Soudure

La composition de la soudure doit étre conforme au point a)1) ou b)1) de I'Article A.3.
Procédure d’essai

La procédure d’essai doit étre conforme aux exigences relatives a la procédure et
conditions d’essai de I'l[EC 60068-2-58. Sauf mention contraire dans la spécification
particuliere, I’éprouvette doit étre préchauffée a une température comprise entre 80 °C et
120 °C et maintenue pendant une durée de 10 s a 30 s. La vitesse d'immersion et de
retrait doit étre comprise entre 20 mm/s et 25 mm/s.

Conditions d’immersion dans la soudure

Sauf mention contraire dans la spécification particuliére, les conditions d’immersion dans
la soudure doivent étre conformes au Tableau 3.
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